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Rozmérova normalizace CSN
polovodi¢ovych soucdstek - EN 60191-6-2
Cést 6-2: V3eobecné pravidla

pro pripravu vykresd pouzder
polovodicovych soucdastek

pro povrchovou montaz -
Konstrukcni navod pro pouzdra

s vyvody ve tvaru kuli¢ek s rozteci
1,50 mm, 1,27 mm a 1,00 mm 35 8791
usporadanych do sloupct

idt IEC 60191-6-2:2001

Mechanical standardization of semiconductor devices -

Part 6-2: General rules for the preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor
device packages -

Design guide for 1,50 mm, 1,27 mm and 1,00 mm pitch ball and column terminal packages

Normalisation mécanique des dispositifs a semiconducteurs -

Partie 6-2: Regles générales pour la préparation des dessins dencombrement des dispositifs a
semiconducteurs pour

montage en surface - Guide de conception pour les boitiers a broches en forme de billes et de
colonnes, avec des pas

de 1,50 mm, 1,27 mm et 1,00 mm

Mechanische Normung von Halbleiterbauelementen -

Teil 6-2: Allgemeine Regeln fur die Erstellung von Gehdusezeichnungen von SMD-Halbleitergehdusen -
Konstruktionsleitfaden fur Gehause mit Kugel- und Saulenanschlissen in einem Raster von 1,50 mm, 1,27
mm

und 1,00 mm

Oznameni o schvéleni

Evropska norma EN 60191-6-2:2002 Rozmérovéa normalizace polovodi¢ovych souéastek - Cast 6-2:
VSeobecna pravidla pro pripravu vykresl pouzder polovodi¢ovych soucastek pro povrchovou montaz -
Konstrukéni ndvod pro pouzdra s vyvody ve tvaru kuli¢ek s rozte¢i 1,50 mm, 1,27 mm a 1,00 mm
usporadanych do sloupcl, kterad je Gplnym a nezménénym prevzetim IEC 60191-6-2:2001, byla
schvélena Ceskym normalizaénim institutem k pfimému pouzivani jako CSN EN 60191-6-2 bez
jakychkoli modifikaci. Evropska norma EN 60191-6-2:2002 ma status ¢eské technické normy.

Uvedené evropska a plvodni mezinarodni norma jsou dostupné v Ceském normaliza¢nim institutu,
oddéleni dokumentacnich sluzeb, Praha 1, Biskupsky dvir 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 60191-6-2:2002 Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 6-
2: General rules for the preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor device packages
- Design guide for 1,50 mm, 1,27 mm and 1,00 mm pitch ball and column terminal packages which is the
complete and unchanged adoption of the IEC 60191-6-2:2001, was approved by the Czech Standards



Institute for direct use as the CSN EN 60191-6-2 without any modification. The European Standard EN
60191-6-2:2002 has the status of a Czech Standard.

Both European and original International Standards are available at the Czech Standards Institute,
Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupsky dvir 5.

Anotace obsahu

Tato ¢ast mezinarodni normy IEC 60191 obsahuje pozadavky na pfipravu vykrest rlznych pouzder
integrovanych obvodl s kulickovymi vyvody, napr. keramicka CBGA, plastikova PBGA, na pasku TBGA
a dalsi, stejné jako pouzdra s vyvody usporadanymi do sloupce, napr. keramickd CCGA. Prejimana
norma se sklada ze tfi stran anglického textu normy evropské a 10 stran anglického textu normy
mezinarodni.
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